
陶瓷托槽设计新标准

您和患者的最佳选择
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ClearVu隐形陶瓷托槽提供了可控的结扎方案，提升了粘结强度及隐形效果，安全舒适的拆除体

验 。医生信赖的托槽设计，患者认可的隐形效果使ClearVu成为美观托槽的新标杆。致电0510-
85163367-9000提高您的治疗标准或登录tportho.asia获得更多资讯。 

出色的隐形效果 

个性化牙色配比技术使ClearVu
隐形陶瓷托槽几乎与任何牙色
相匹配-照片中几乎看不到托
槽。

真正的双翼托槽

成熟的设计使您拥有更多的结
扎选择以达到预期目标。

高密度，多晶陶瓷 

高密度材料使托槽表面超级光
滑，降低托槽断裂的风险并提
高病人的舒适度。

理想的结扎翼外形

和牵引钩设计 
更深的结扎倒凹与充足的结扎
间隙确保最可靠的结扎效果。
双尖牙和尖牙牵引钩末端球形
设计，使弹性牵引更加稳固。
病人自行悬挂牵引橡胶圈也更
方便。

快速、干净地拆除托槽

对您的病人来说，托槽拆除既
安全又舒适。由于可弯曲的底
板，ClearVu隐形陶瓷托槽不需
要专用工具就能轻易拆除，一
把普通的结扎丝切断钳即可。

无需夹碎托槽，使用日常工具
将还在结扎状态的托槽轻松拆
除。 

  

白金合作伙伴
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ClearVu® 聚合网底粘结技术和注意事项

	 �	洁治

	 �	 冲洗和干燥

	 �	 使用37%的磷酸酸蚀20-30秒

	 �	 再次冲洗和干燥

	 �	 底胶/密封胶— 使用干燥的空气将底胶“吹薄吹匀” 
		  建议使用以下列表中所列出的产品

	 �	 在托槽上涂抹光固化粘结剂

	 �	 将托槽放置在指定的位置

	 �	 去除多余的粘结剂

	 �	 按照光固化机制造商的推荐将粘接剂光照固化

ClearVu隐形陶瓷托槽所使用的底胶/密封胶
注意：粘结套装包含底胶

ClearVu隐形陶瓷托槽独有的聚合网底技术使病人更安全，拆除更简便。

在粘结之前请仔细阅读以下使用指导和注意事项。 

推荐的粘结步骤

	
    特别警告

	 •	禁止使用其他任何促进/增强粘结的产品。

 
	 •	阅读本列表了解含增强剂的粘结剂品牌。

	 •	为了增强粘结力，应避免使用含有“填料”的底胶。

	 •	如有疑问，需及时联系粘结剂制造商。
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	           不可以使用

			 
		
	 3M	 Transbond MIP
		  Clinpro Sealant
		  Adper Prompt L-pop

	 Reliance	 Enhance LC
		  Light Bond Sealant
		  Maximum Cure Sealant System
		  LED Proseal
		  Assure Proseal
		  Assure Bonding Resin

	 Ormco	 Ortho Solo
		  Blu-Gloo Kit (with Ortho Solo primer)

	 Kerr	 Optibond XTR
		  Optibond Solo Plus
		  Optibond All in One
		  Optibond FL

	 American	 Eagle FluorSure

	 Opal	 Opal Primo Bond Enhancer

	 Dentsply	 NeoBond Adhesive and Primer
	
	 Kuraray	 Clearfil S3 Bond Plus
	
X

可以使用

			 
	
	 TPO	 Sealant Resin (推荐)

	 3M	 Transbond XT
		  Transbond Plus Color Change
		  Transbond Plus Self Etching Primer

	 Reliance	 Rely-a-Bond

	 Opal	 Opal Seal

	 Dentsply	 Prime & Bond NT
		  Xeno IV

X


